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Notas, avisos e adverténcias
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Visao geral do produto

Toépicos:

*  Introducéo
¢ Tecnologias em destaque

Introducéao

O sistema Dell EMC PowerEdge R6525 é o servidor 1U mais recente de 2 soquetes projetado para operar cargas de trabalho complexas
que fazem uso de opgdes de memoaria, E/S e rede altamente escalaveis. O PowerEdge R6525 apresenta os processadores AMD®
EPYC™ de 22 e 32 geragBes, compativeis com até 32 DIMMs, slots de expans&o PCI Express (PCle) de gerag&o 4.0 ativados e opgdes de
tecnologia de interface de rede para atender as opg¢des de sistema de rede.

O PowerEdge R6525 é uma plataforma para fins gerais que dé conta de cargas de trabalho e aplicativos exigentes, como data
warehouses, ecommerce, bancos de dados e computagéo de alto desempenho (HPC).

Tecnologias em destaque

A tabela a seguir mostra as novas tecnologias do PowerEdge R6525:

Tabela 1. Novas tecnologias

Tecnologia Descricdo detalhada

Processadores AMD® EPYC™ de
22 e 32 geragéo.

Consulte a se¢éo Processador para obter detalhes especificos
Tecnologia do processador de 7 nm

Interconexdo de memaria global AMD Interchip (xGMI) de até 64 faixas.
Até 64 nucleos por soquete

Até 3,8 GHz

TDP méximo TDP: 280 W

Meméria DDR4 de 3.200 MT/s Até 32 DIMMs
8 canais DDRA4 por soquete, 2 DIMMSs por canal (2DPC)
Até 3200 MT/s (depende de configuracéo)

Compativel com RDIMM, LRDIMM e 3DS DIMM

iDRAC9 com Lifecycle Controller A solug&o de gerenciamento de sistemas embarcados para servidores Dell apresenta inventario e
alerta de hardware e firmware, alerta detalhado de memoria, desempenho mais rapido, uma porta
gigabit dedicada e muitos outros recursos.

Gerenciamento sem fio O recurso Quick Sync é uma extens&o da interface de baixa largura de banda com base em NFC.
O Quick Sync 2.0 oferece paridade de recursos com as versdes anteriores da interface NFC
com melhor experiéncia do usuério. Para estender esse recurso Quick Sync a grande variedade
de sistemas operacionais méveis com throughput de dados mais alto, a verséo do Quick Sync 2
substitui a tecnologia NFC da gerag&o anterior com gerenciamento de sistema imediato de rede

sem fio.
Fonte de alimentacdo e A dimensado 60 mm é o novo modelo de PSU
e Platinum de 800 WCA ou HVDC (apenas para China)
e Modo misto Platinum de 800 WCA ou HVDC (apenas para China)
e Titanium modo misto de 1100 WCA/HVDC
e PSUde 1100 W CC (-48 V)
e Platinum de 1400 WCA ou HVDC (apenas para China)
e Modo misto Platinum de 1400 WCA ou HVDC (apenas para China)
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Tabela 1. Novas tecnologias (continuacéo)

Tecnologia Descricdo detalhada

Subsistema de armazenamento com | O subsistema de armazenamento com inicializag&o otimizada S2 (BOSS S2) é uma placa de
inicializagdo otimizada S2 (BOSS solug&o RAID projetada para inicializar o sistema operacional de um servidor que dé suporte a até:
S2) e Dispositivos de estado solido (SSDs) M.2 SATA de 80 mm

e Placa PCle que é uma Unica interface de host PCle x 2 de 29 geracdo
e Interfaces de dispositivo dupla SATA de 32 geracéo

Solugéo de resfriamento de liquido A nova solucdo de resfriamento de liquido oferece um método eficiente para gerenciar a
temperatura do sistema.

Também fornece um mecanismo de detecgéo de perda de liquido por meio do iDRAC. Essa
tecnologia é gerenciada pelo mecanismo do sensor de perda de liquido (LLS).

O LLS pode determinar pequenos vazamentos de liquido da ordem de 0,02 ml ou vazamentos
grandes (0,2 ml).
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Toépicos:

e Comparagéo de produtos

Recursos do sistema

Comparacao de produtos

Tabela 2. Comparacéo de produtos

Recurso

PowerEdge R6525

PowerEdge R6415

Processador

Dois processadores AMD® EPYC™ de 22
ou 39 geragdo

Um processador AMD Naples® compativel
com soquete SP3

Interconexao do processador

Interconex&o de memaria global interchip
(xGMI)

N/D

Memodria

32x DDR4 RDIMM, LRDIMM, 3DS

16x DDR4 RDIMM, LRDIMM

Unidades de disco

Disco rigido SATA de 3,5 polegadas, 2,5
polegadas: 12G SAS, 6G SATA

3,5 polegadas, 2,5 polegadas: 12G SAS, 6G
SATA HDD/SSD

Controladores de armazenamento

H755N, H840, H745, HBA345, H345,
HBA355, HBA355E

Mini PERC: HBA330, H330, H730P, H740P
SW RAID: $140

SW RAID: $150
SSD PCle Até 10+2 SSD PCle Até 10x SSD PCle
Slots PCle Até 3 (PCle 4.0 x16) Até 2 (PCle 3.0 x16)

Placa de rede

Nenhuma riser LOM compativel com
R6525.

Opcoes LOM riser:

o 2x1Gb
e 2x10Gb Base-T
e 2x10 Gb SFP+

OCP

OCP 3.0 SCFF (Formato de placa pequena)

OCP 2.0 tipo 1: (conector A)

Portas USB

Parte frontal: 1 USB 2.0, 1 USB do iDRAC
(micro USB tipo AB)

Parte traseira: 1 USB 3.0, 1USB 2.0

Parte frontal: 1x USB2.0, 1x iDRAC USB
(Micro USB)

Parte traseira: 2 USB 3,1 _19 geracéo

Altura do rack

1

[V]

Fontes de alimentacéo

AC/HVDC (Platinum) 800 W, 1400 W,
CA/HVDC modo misto (Platinum) 800 W,
1400 W, 1100 W CA/HVDC modo misto
(Titanium), PSU 1100 W CC (-48 V)

AC (Gold), CABA de 450 W (Platinum) 550
w

System Management

LC 3.x, OpenManage, QuickSync2.0,
OMPC3, Chave de licenga digital, iDRAC
Direct (porta micro-USB dedicada), Facil
restauragao

LC 3.x, OpenManage, QuickSync2.0,
OMPC3, Chave de licenga digital, iDRAC
Direct (porta micro-USB dedicada),
Restauragéo facil, vFlash

GPU interna

e -2de75W (SW/FH)
e -1de75W (SW/FH)
e -3de75W (SW/LP)

N/D
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Tabela 2. Comparacédo de produtos (continuacao)

Recurso

PowerEdge R6525

PowerEdge R6415

Disponibilidade

Unidades hot-plug, fontes de alimentagao
redundantes hot-plug, BOSS, IDSDM.

Unidades hot-plug, fontes de alimentagdo
redundantes hot-plug, BOSS, IDSDM.
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Visoes e recursos do chassi

Toépicos:

*  Viséo frontal do sistema

*  Visdo posterior do sistema

. Dentro do sistema

¢ Quick Resource Locator para o PowerEdge R6525 system (Sistema)

Visao frontal do sistema

Figura 1. Visédo frontal do sistema com 10 unidades de 2,5 polegadas

Painel de controle esquerdo
Porta VGA

Painel de controle direito
Etiqueta de informacgodes
Unidade (10)

S IFNISTECIES

Figura 2. Viséo frontal do sistema com 8 unidades de 2,5 polegadas

1. Painel de controle esquerdo 2. Unidade (8)
3. Painel de controle direito 4. Porta VGA
5. Etiqueta de informagdes

Figura 3. Visdo frontal do sistema com 4 unidades de 3,5 polegadas

Visoes e recursos do chassi 9



Painel de controle esquerdo
Unidade (4)

Porta VGA

Painel de controle direito
Etiqueta de informagdes

S FNEINIES

Visao posterior do sistema

1 2 3 4 5
i, ﬁ' | MEREEEM- S2EEET E
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Figura 4. Vista frontal do sistema com 10 unidades de 2,5 polegadas

Unidade de fonte de alimentagdo (PSU 1)
Riser da placa de expanséo PCle (slot 1)
Riser da placa de expansdo PCle (slot 2)
Porta USB 2.0 (1)
Unidade de fonte de alimentagédo (PSU 2)
Porta VGA
Porta USB 3.0 (1)
Porta dedicada do iDRAC
Bot&o de identificacdo do sistema

. Porta NIC OCP (opcional)

11. Porta NIC (2)

12. Placa Boss S2 (opcional)

©CPNDO NN
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13 12 1 10 9 8 7

Figura 5. Visdo posterior do sistema com 8 unidades de 2,5 polegadas.

Unidade de fonte de alimentagdo (PSU 1)
Riser da placa de expanséo PCle (slot 1)
Riser da placa de expansao PCle (slot 2)
Porta USB 2.0 (1)
Riser da placa de expansdo PCle (slot 3)
Unidade de fonte de alimentagdo (PSU 2)
Porta VGA
Porta USB 3.0 (1)
Porta dedicada do iDRAC

. Bot&o de identificagéo do sistema
Porta NIC OCP (opcional)

. Porta NIC (2)

. Placa Boss S2 (opcional)

©C®ENDOA NN

S A
NN O
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12 1 10

Figura 6. Visdo traseira do sistema com 4 unidades de 3,5 polegadas com médulo de 2 unidades traseiras de 2,5 polegadas

Unidade de fonte de alimentagdo (PSU 1)
Modulo da unidade traseira
Porta USB 2.0 (1)
Riser da placa de expansdo PCle (slot 3)
Unidade de fonte de alimentagdo (PSU 2)
Porta VGA
Porta USB 3.0 (1)
Porta dedicada do iDRAC
Botao de identificagéo do sistema

. Porta NIC OCP (opcional)

11. Porta NIC (2)

12. Placa Boss S2 (opcional)

©ENDO NN

—
o

Dentro do sistema

Figura 7. Dentro do sistema

Backplane da unidade

Maédulo de ventilador duplo (4)

Soquete de DIMM de memoria para o processador 2 (B1)
Riser 3

Unidade de fonte de alimentagdo (PSU 2)

© N oo

9 8 7 6

Mddulo PERC frontal de montagem traseira
Placa de sistema

Dissipador de calor para o processador 2

. Sensor de violagdo

10. Unidade de fonte de alimentacéo (PSU 1)

I R NN

Visoes e recursos do chassi
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1. Porta IDSDM/placa USB interna 12. Slot BOSS
13. Riser 2 14. Dissipador de calor para o processador 1
15. Soquete de DIMM de memoria para o processador 1 (A1) 16. Cabos xGMI

Quick Resource Locator para o PowerEdge R6525
system (Sistema)

Quick Resource Locator

www.dell.com/QRL/Server/PER6525

Figura 8. Quick Resource Locator para o PowerEdge R6525 system (Sistema)
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Processador

AMDZ1

Os processadores AMD® EPYC™ de 29 e 32 gerag&o sdo compativeis com até 64 nucleos.
Topicos:

¢ Recursos do processador
. Processadores compativeis

Recursos do processador

Principais recursos dos processadores AMD® EPYC™ de 22 e 32 geragéo:

Até 64 nlcleos

Até 8 canais com 2 DPC por processador e 32 DIMM no total

Compativel com RDIMM, LRDIMM, NVDIMM-N, 3DS DIMM DDR4 com ECC até 3200 MT/s
PCI Express de 42 geragéo integrado para maior largura de banda e conectividade

Até 128 trilhas por processador

Configuracao de processador Unico

O sistema é projetado de tal forma que um Unico processador colocado no soquete do processador 1 funcionara normalmente. E
necessario preencher com placas de protec&o de processador e memoria associadas ao processador 2 por motivos térmicos. O sistema
nao inicializa se apenas o soquete do processador 2 estiver preenchido.

Com a configuragéo de processador Unico, qualquer placa da Riser1 (xR1a/xR1b/xR2a/xR2b/aR3a/xR4c+aR4d) e apenas xR1a sera
funcional.

Restricdes do processador

As restri¢cdes do processador AMD EPYC s&o as seguintes:

e O RTC/COMS é criado no processador. Portanto, ao remover ou reinstalar o processador 1, 0 RTC/COMS seré perdido

e A AMD nao é compativel com inicializagdo antecipada. N&o ha nenhuma mensagem de erro quando ndo houver nenhuma memoria for
preenchida no sistema

Processador 13



Processadores compativeis

Tabela 3. Processadores suportados pelo PowerEdge R6525

Ndmero do modelo | Frequéncia basica | Nucleos/threads TDP (W) Cache L3 (MB) Frequéncia max.
do processador em GHz do DDR (1 DPC)
MHz
7773X 3,50 64/128 280 768 3200
7573X 3.60 32/64 280 768 3200
7473X 3,70 24748 240 768 3200
7373X 3,80 16/32 240 768 3200
7763 2,45 64/128 280 256 3200
7742 2,25 64/128 225 256 3200
7713P 2,0 64 225 256 3200
773 2,0 64/128 225 256 3200
7702 2,00 64/128 200 256 3200
7663 2,0 56 240 256 3200
7662 2,0 64/128 225 256 3200
7643 2,3 48 225 256 3200
7642 2,30 48/96 225 256 3200
7552 2,20 48/96 200 192 3200
7543P 2,8 32 225 256 3200
75F3 2,95 32/64 280 256 3200
7543 2,8 32/64 225 256 3200
7532 2,40 32/64 200 256 3200
7542 2,90 32/64 225 128 3200
7513 2,60 32 200 128 3200
7502 2,50 32/64 180 128 3200
74F3 3,2 24 240 256 3200
7452 2,35 32/64 155 128 3200
7443P 2.85 24 200 128 3200
7443 2,85 24 200 128 3200
7413 2,65 24/48 180 128 3200
7402 2,80 24748 180 128 3200
7352 2,30 24748 155 128 3200
7343 24 32 200 128 3200
7313P 3,0 16 155 128 3200
7313 3,00 16/32 155 128 3200
7302 3,00 16/32 155 128 3200
72F3 3,7 8 180 256 3200
7262 3,20 8/16 155 128 3200

14 Processador




Tabela 3. Processadores suportados pelo PowerEdge R6525 (continuacéo)

Namero do modelo | Frequéncia basica | Nucleos/threads TDP (W) Cache L3 (MB) Frequéncia max.

do processador em GHz do DDR (1 DPC)
MHz

7282 2,80 16/32 120 64 3200

7272 2,90 12/24 120 64 3200

7232P 3,10 8/16 120 32 3200

7H12 2,60 64/128 280 256 3200

7F72 3,2 NA 240 192 3200

7F52 3,5 NA 240 256 3200

7F32 3.7 NA 180 128 3200

Processador
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Memoria

O sistema PowerEdge R6525 é compativel com até 32 DIMMs, 2 TB de memaria e velocidades de até 3200 MT/s.

O R6525 é compativel com DIMMs registrados (RDIMMs) e DIMMs de carga reduzida (LRDIMMs), que usam um buffer para reduzir
0 carregamento da memaria e fornecer maior densidade, permitindo a capacidade maxima de memaria da plataforma. DIMMs n&o
bufferizados (UDIMMs) ndo s&o suportados.

Toépicos:

. Memoria suportada
¢ Velocidade da memoria

Memoria suportada

A tabela a seguir mostra as tecnologias de memaria compativeis com o R6525:

Tabela 4. Comparacéo da tecnologia da memoéria

Recurso R6525(DDR4)
Tipo de DIMM RDIMM
LRDIMM
Velocidade da transferéncia 3200 MT/s
2666 MT/s
Tens&o 12V

A tabela a seguir mostra os DIMMs compativeis com o PowerEdge R6525:

Tabela 5. Processadores compativeis com o PowerEdge R6525

Velocidade do | Tipo de Capacidade Ranks por Largura de Volts do Minimo de Maximo de
DIMM DIMM do DIMM DIMM dados DIMM RAM RAM
(MT/s) (GB)

3200 RDIMM 8 1 8 1,2 8 GB 128 GB
3200 RDIMM 16 2 8 12 16 GB 256 GB
3200 RDIMM 32 2 8 12 32 GB 512 GB
3200 RDIMM 32 2 4 12 32 GB 512 GB
3200 RDIMM 64 2 4 12 64 GB 17B

2666 LRDIMM 128 8 4 1,2 128 GB 27TB

3200 LRDIMM 128 4 4 1,2 128 GB 27TB

@ NOTA: A meméria RDIMM mais antiga, com capacidade de 32 GB, largura de dados x4 e densidade DRAM de 8 Gb, ndo pode ser
combinada com a meméria RDIMM mais recente, com capacidade de 32 GB, largura de dados x8 e densidade DRAM de 16 Gb, na
mesma unidade de processador AMD EPYC™.

16 Memoéria



Velocidade da memoria

Tabela 6. Matriz de meméria com suporte

MT/s

Tipo de Fileira Capacidade Velocidade e tensdo | Processador AMD EPYC™
DIMM nominal da DIMM
1 DIMM por canal 2 DIMMs por canal
(1DPC) (2DPC)
RDIMM 1R 8GB DDRA4 (1,2 V), 3200 3200 MT/s 2933 MT/s
MT/s
2R 16 GB, 32 GB, 64 GB | DDR4 (1,2 V), 3200 3200 MT/s 2933 MT/s
MT/s
LRDIMM | 8R 128 GB DDRA4 (1,2 V), 2666 2666 MT/s 2666 MT/s
MT/s
4R 128 GB DDRA4 (1,2 V), 3200 3200 MT/s 2933 MT/s

@ NOTA: A memoéria RDIMM mais antiga, com capacidade de 32 GB, largura de dados x4 e densidade DRAM de 8 Gb, n&o pode ser
combinada com a memaoria RDIMM mais recente, com capacidade de 32 GB, largura de dados x8 e densidade DRAM de 16 Gb, na
mesma unidade de processador AMD EPYC™,

NOTA: A memoéria LRDIMM mais antiga, com capacidade de 128 GB a 2666 MT/s n&o pode ser combinada com a nova meméria
LRDIMM com 128 GB de capacidade a uma velocidade de 3200 MT/s.

Memoéria
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De armazenamento

O PowerEdge R6525 permite que vérias configuragcdes de armazenamento ajustem a configuracdo do sistema para varias cargas de
trabalho. O R6525 esté disponivel nas seguintes configuragdes:

Configuracao de backplane de 4 unidades de 3,5 polegadas compativel com até 4 unidades SAS/SATA
Configuragdo de backplane de 8 unidades de 2,5 polegadas compativel com até 8 unidades SAS/SATA
Configuragado de backplane de 10 unidades de 2,5 polegadas compativel com até 10 unidades SAS/SATA/NVMe
10 unidades (dianteiras) + 2 unidades (traseiras) de 2,5 polegadas SAS, SATA ou NVMe com troca a quente
Topicos:

¢ Unidades suportadas
e Controladores de armazenamento
. Unidades externas

Unidades suportadas

Tabela 7. Unidades suportadas — SAS e SATA ou SSD

Fator de | Tipo Max. | Velocidade | Capacidades
forma de de rotacdo
Mem.
2,5 SAS 12Gb [10K 300 GB, 600 GB, 1.2 TB, 1.8 TB, 1.2 TB (SED/FIPS), 2.4 TB, 2.4 TB (SED/FIPS)
polegada
s SATA 6Gb |7.2K 1TB,2TB
SSD 6Gb |N/D 120 GB, 240 GB
SATA
(M.2)
SSD 12Gb [N/D 400 GB, 800 GB, 960 GB, 1.633 TB, 1.92 TB, 3.2 TB, 3.840 TB, 1.92 TB (SED/FIPS)
SAS
SATA 6Gb |N/D 120 GB, 200 GB, 240 GB, 300 GB, 400 GB, 480 GB, 800 GB, 960 GB, 1,2 TB, 1,6 TB, 1,92
SSD 1B, 3,84 TB
SAS 12Gb [1B5K 300 GB, 600 GB, 900 GB
SAS 2Gb 72K 1TB,27TB,47TB,6 1B, 8 TB, 10 TB, 2 TB (SED/FIPS)
3.5 SATA 6Gb |7.2K 1TB,27TB,47TB,6 1B, 8 TB, 10 TB
olegada
5 9 SAS 12Gb (72K 1TB,2TB,47TB,8 TB,10 TB, 4 TB (SED FIPS) e 8 TB (SED FIPS)
25 NVMe |Gend |N/D 960 GB, 1,92 TB, 7,68 TB
polegada | SSD
s U.2)

Controladores de armazenamento

As opgdes de controlador RAID da Dell EMC oferecem melhorias de desempenho, inclusive a solugéo Mini PERC. A Mini PERC oferece
uma controladora de hardware RAID base sem consumir um slot PCle usando um pequeno conector de alta densidade para a placa de
sistema.

A tabela a seguir mostra os controladores de armazenamento compativeis com o PowerEdge R6525:
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Tabela 8. Controladores de armazenamento compativeis

Nivel de desempenho Descricdo

Entrada $150 (SATA, NVMe)
Software RAID SATA

H745 (interno), H345, HBA345 (interno), H840 (externo), HBA SAS HBA de12
Gbps (externo)

Valor

H755N (interna), HBA355 (interna), HBA355E (interna)

Desempenho de valor

Unidades externas

A tabela a seguir mostra o armazenamento externo compativel com o PowerEdge R6525:

Tabela 9. Armazenamento externo compativel

Tipo de dispositivo Descricdo

Fita externa Suporta a conexao com produtos externos de fita USB

Software de aplicacdo NAS/IDM Compativel com a pilha de software NAS

JBOD Suporta conexdo com JBODs de 12 Gb da série MD

De armazenamento
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7

Sistema de rede e PCle

O sistema PowerEdgeR6525 suporta duas portas NIC (Network Interface Controller, controlador de interface de rede) incorporadas a
placa LOM.

O sistema PowerEdgeR6525 também da suporte a porta NIC da OCP integrada na placa OCP opcional.

Tabela 10. Especificacdes da porta NIC

Recurso Especificacdes
Placa LOM 1GBx2
Placa OCP (OCP 3.0) 1 GbE x 4, 10 GbE x 2, 25 GbE x 2, 25 GbE x 4, 50 GbE x 2, 100
GbE x 2
Topicos:

e Diretrizes de instalagéo da placa de expans&o

Diretrizes de instalacado da placa de expansao

A tabela a seguir descreve as placas de expans&o suportadas:

Tabela 11. Configuracdes da riser da placa de expansao

Riser de placa de Slots PCle na riser Conexdo do Altura Comprimento Largura
expansao processador do slot
R1a (Riser 1) Slot 1 Processador 1 Altura completa 3/4 de comprimento x16
R2a (Riser 2) Slot 1 Processador 1 Baixo perfil Meio comprimento x16
Slot 2 Processador 2 Baixo perfil Meio comprimento x16
R3a (Riser 3) Slot 3 Processador 2 Baixo perfil Meio comprimento x16
R4c + R4d (Riser 4) Slot 2 Processador 2 Altura completa 3/4 de comprimento x16

@l NOTA: Os slots da placa de expans&o ndo sdo hot swap.

A tabela a seguir fornece as diretrizes de instalagéo das placas de expanséo para garantir a refrigeragéo e o encaixe mecanico corretos. As
placas de expanséo de prioridade mais alta devem ser instaladas primeiro usando a prioridade de slots indicada. Todas as outras placas de
expans&o devem ser instaladas na ordem de prioridade da placa e do slot.

Tabela 12. Configuracdo O - sem riser

Tipo de placa Prioridade do slot Nuamero maximo de placas
Broadcom (OCP: 25 Gb) Slot interno 1

QLogic (OCP: 25 Gb) Slot interno 1

Mellanox (OCP: 25 Gb) Slot interno 1

Intel (OCP: 10 Gb) Slot interno 1

Broadcom (OCP: 10 Gb) Slot interno 1

QLogic (OCP: 10 Gb) Slot interno 1

Inventec (ASSY, CRD, CTL, BOSS, ADPT, Slot interno 1

S2V2,15G)
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Tabela 12. Configuracdo O - sem riser (continuacao)

Tipo de placa Prioridade do slot Namero maximo de placas
Broadcom (OCP: 1 Gb) Slot interno 1
Intel (OCP: 1 Gb) Slot interno 1
SolarFlare (OCP: 25 Gb) Slot interno 1
FOXCONN (PERC frontal) Slot interno 1
ASSY, CRD, CTL, H755, FRONTAL Slot interno 1

Tabela 13. Configuracdo 1: R1a

Tipo de placa

Prioridade do slot

Namero maximo de placas

Mellanox (NIC: 100 Gb)

1

1

Intel (NIC: 25 Gb)

1

1

Mellanox (NIC: 25 Gb)

1

1

QLogic (NIC: 25 Gb)

Emulex (HBA: FC32)

QLogic (HBA: FC32)

Emulex (HBA: FC64, tamanho normal)

Emulex (HBA: FC16)

QLogic (HBA: FC16)

FOXCONN (HBA3Z55E)

Intel (NIC: 10 Gb)

Broadcom (NIC: 10 Gb)

QLogic (NIC: 10 Gb)

Intel (NIC: 1 Gb)

Broadcom (NIC: 1 Gb)

Mellanox (NIC: HDR100 VPI)

Adaptador Dell PERC

Adaptador Dell BOSS

Samsung (SSD PCle)

Intel (SSD PCle)

Broadcom (NIC: 10GB)

Intel (NIC: 25GB)

Intel (NIC: 100Gb)

Emulex (CRD, CTL, EMLX, FH, FC32, 1P,
$28)

—_

Intel (CRD, NTWK, INTL, FH, 25G, 2P, 528,
F1)

—_

Intel (CRD, NTWK, INTL, LP, 25G, 2P, S28,
F10)

Nao suportado

Inventec (ASSY, CRD, CTL, BOSS, ADPT,
S2V2,15G)

Slot interno

Sistema de rede e PCle
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Tabela 13. Configuracdo 1: R1a (continuacao)

CTL, H755, FRONTAL)

Tipo de placa Prioridade do slot Namero maximo de placas
FOXCONN (PERC frontal) Slot interno 1
PERC frontal Dell Slot interno 1
Broadcom (OCP: 25 Gb) Slot interno 1
QLogic (OCP: 25 Gb) Slot interno 1
Mellanox (OCP: 25 Gb) Slot interno 1
Intel (OCP: 10 Gb) Slot interno 1
Broadcom (OCP: 10 Gb) Slot interno 1
QLogic (OCP: 10 Gb) Slot interno 1
Broadcom (OCP: 1 Gb) Slot interno 1
Intel (OCP: 1 Gb) Slot interno 1
SolarFlare (OCP: 25 Gb) Slot interno 1
Intel (OCP: 25 Gb) Slot interno 1
FOXCONN (PERC frontal, ASSY, CRD, Slot interno 1

Emulex (HBA FC 32, FH, FC32, 2P, V1.1)

—_

Tabela 14. Configuracdo 2: R2a + R3a

Tipo de placa

Prioridade do slot

Ndmero maximo de placas

Inventec (BOSS)

1

1

GPU NVIDIA T4 16 GB (perfil inferior)

N
=
[eN

GPU NVIDIA A2 16 GB (perfil inferior)

N
N

Mellanox (NIC: 100 Gb)

Mellanox (NIC: 50 Gb)

Intel (NIC: 25 Gb)

Mellanox (NIC: 25 Gb)

SolarFlare (NIC: 25 Gb)

Broadcom (NIC: 25 Gb)

QLogic (NIC: 25 Gb)

=
D A I R R B B

Emulex (HBA: FC64, compacto)

Emulex (HBA: FC32)

QLogic (HBA: FC32)

Emulex (HBA: FC16)

QLogic (HBA: FC16)

FOXCONN (HBA3Z55E)

Intel (NIC: 10 Gb)

Broadcom (NIC: 10 Gb)

QLogic (NIC: 10 Gb)

Intel (NIC: 1Gb)

[\
= =
N | N NN ‘(N [N I NI @ NI RGN INGNA IN@ NI BN@ VAN BNG NI NG NN BNG NIl B G NI B G NI BN |

A
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Tabela 14. Configuracdo 2: R2a + R3a (continuacdo)

Tipo de placa Prioridade do slot Namero maximo de placas
Broadcom (NIC: 1 Gb) 1,23 3
Mellanox (NIC: HDR100 VPI) 1,23 3
Mellanox (NIC: HDR VPI) 1,23 3
Foxconn (adaptador externo) 1,2,3 3
Samsung (SSD PCle) 1,2,3 3
Intel (SSD PCle) 1,23 3
Intel (NIC: 100Gb) 2,13 3
Broadcom (NIC: 10GB) 2,13 3
Emulex (CRD, CTL, EMLX, LP, FC32, 1P, 2,13 3
S28)
Intel (CRD, NTWK, INTL, LP, 25G, 2P, S28, (2,1, 3 3
F1)
Inventec (ASSY, CRD, CTL, BOSS, ADPT, | Slot interno 1
S2V2, 15G)
Inventec (PERC frontal) Slot interno 1
Foxconn (PERC frontal) Slot interno 1
Mellanox (OCP: 100 Gb) Slot interno 1
Mellanox (OCP: 50 Gb) Slot interno 1
Broadcom (OCP: 25 Gb) Slot interno 1
QLogic (OCP: 25 Gb) Slot interno 1
Mellanox (OCP: 25 Gb) Slot interno 1
SolarFlare (OCP: 25 Gb) Slot interno 1
Intel (OCP: 25 Gb) Slot interno 1
Intel (OCP: 10 Gb) Slot interno 1
Broadcom (OCP: 10 Gb) Slot interno 1
QLogic (OCP: 10 Gb) Slot interno 1
QLogic (CRD, CTL, MRVL, LP, FC32, 1P, 2,13 3
S28, F1)
Broadcom (OCP: 1 Gb) Slot interno 1
Intel (OCP: 1 Gb) Slot interno 1
Intel (OCP: 25GB) Slot interno 1
Foxconn (Front PERC, ASSY, CRD, CTL, Slot interno 1
H755, FRONT)
Emulex (HBA FC 32, LP, FC32, 2P, V1.1) 21,3 3
Tabela 15. Configuracao 4: R1a + R4c +R4d
Tipo de placa Prioridade do slot Namero maximo de placas
Adaptador Dell BOSS 2,1 1
GPU: NVIDIA T4 16 GB (altura completa) 21 2
GPU: NVIDIA A2 16 GB (altura completa) 2,1 2
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Tabela 15. Configuracdo 4: R1a + R4c +R4d (continuacao)

Tipo de placa Prioridade do slot Namero maximo de placas
Mellanox (NIC: 100 Gb) 2,1 2
Intel (NIC: 25 Gb) 2,1 2
Mellanox (NIC: 25 Gb) 2,1 2
Broadcom (NIC: 25 Gb) 2,1 2
QLogic (NIC: 25 Gb) 2,1 2
Emulex (HBA: FC64, tamanho normal) 2,1 2
Emulex (HBA: FC32) 2,1 2
QLogic (HBA: FC32) 2,1 2
Emulex (HBA: FC16) 2,1 2
QLogic (HBA: FC16) 2,1 2
FOXCONN (HBA355E) 2,1 2
Intel (NIC: 10 Gb) 2,1 2
Broadcom (NIC: 10 Gb) 2,1 2
QLogic (NIC: 10 Gb) 2,1 2
Intel (NIC: 1 Gb) 2,1 2
Broadcom (NIC: 1 Gb) 2,1 2
Adaptador Dell PERC 2,1 2
Samsung (SSD PCle) 2,1 2
Intel (SSD PCle) 2,1 2
Intel (NIC: 25GB) 2,1 2
Intel (NIC: 100Gb) 2,1 2
Broadcom (NIC: 10GB) 21 2
Emulex (CRD, CTL, EMLX, FH, FC32, 1P, 2,1 2
S28)

CRD, NTWK, INTL, FH, 25G, 2P, S28, F1 2,1 2
Inventec (ASSY, CRD, CTL, BOSS, ADPT, Slot interno 1
S2V2,15G)

FOXCONN (PERC frontal) Slot interno 1
PERC frontal Dell Slot interno 1
Broadcom (OCP: 25 Gb) Slot interno 1
QLogic (OCP: 25 Gb) Slot interno 1
Mellanox (OCP: 25 Gb) Slot interno 1
Intel (OCP: 10 Gb) Slot interno 1
Broadcom (OCP: 10 Gb) Slot interno 1
QLogic (OCP: 10 Gb) Slot interno 1
Broadcom (OCP: 1 Gb) Slot interno 1
Intel (OCP: 1 Gb) Slot interno 1
SolarFlare (OCP: 25 Gb) Slot interno 1
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Tabela 15. Configuracéo 4: R1a + R4c +R4d (continuacéao)

Tipo de placa Prioridade do slot Namero maximo de placas
Intel (OCP: 25GB) Slot interno 1
ASSY, CRD, CTL, H755, FRONTAL Slot interno 1
Emulex (HBA FC 32, FH, FC32, 2P, V1.1) 21 2

Tabela 16. Configuracdo 5: R3a

Tipo de placa

Prioridade do slot

Ndmero maximo de placas

Mellanox (NIC: 100 Gb)

1

Mellanox (NIC: 50 Gb)

1

Intel (NIC: 25 Gb)

1

Mellanox (NIC: 25 Gb)

SolarFlare (NIC: 25 Gb)

Broadcom (NIC: 25 Gb)

QLogic (NIC: 25 Gb)

Emulex (HBA: FC64, compacto)

Emulex (HBA: FC32)

QLogic (HBA: FC32)

Emulex (HBA: FC16)

QLogic (HBA: FC16)

FOXCONN (HBA3Z55E)

Intel (NIC: 10 Gb)

Broadcom (NIC: 10 Gb)

QLogic (NIC: 10 Gb)

Intel (NIC: 1 Gb)

Broadcom (NIC: 1 Gb)

Foxconn (adaptador externo)

Inventec (BOSS)

Samsung (SSD PCle)

Intel (SSD PCle)

Intel (NIC: 100 Gb, LP)

Broadcom (NIC: 10GB)

QLogic (CRD, CTL, MRVL, LP, FC32, 1P,
528, F1)

N N N AN AN AN AN AN N AN AN AN N AN AN N AN AN AN N AN AN N NN

Emulex (CRD, CTL, EMLX, LP, FC32, 1P, 3 1
S28)

Intel (CRD, NTWK, INTL, LP, 25G, 2P, S28, |3 1
F1

Inventec (ASSY, CRD, CTL, BOSS, ADPT, Slot interno 1
S2V2, 15G)

Inventec (PERC frontal) Slot interno 1

Sistema de rede e PCle

25



Tabela 16. Configuracdo 5: R3a (continuacao)

Tipo de placa Prioridade do slot Namero maximo de placas
Foxconn (PERC frontal) Slot interno 1
Mellanox (OCP: 100 Gb) Slot interno 1
Mellanox (OCP: 50 Gb) Slot interno 1
Broadcom (OCP: 25 Gb) Slot interno 1
QLogic (OCP: 25 Gb) Slot interno 1
Mellanox (OCP: 25 Gb) Slot interno 1
SolarFlare (OCP: 25 Gb) Slot interno 1
Intel (OCP: 25 Gb) Slot interno 1
Intel (OCP: 10 Gb) Slot interno 1
Broadcom (OCP: 10 Gb) Slot interno 1
QLogic (OCP: 10 Gb) Slot interno 1
Broadcom (OCP: 1 Gb) Slot interno 1
Intel (OCP: 1 Gb) Slot interno 1
Intel (OCP: 25 Gb) Slot interno 1
FOXCONN (OERC frontal, ASSY, CRD, Slot interno 1
CTL, H755, FRONTAL)

Emulex (HBA FC 32, LP, FC32, 2P, V1.1) 3 1

Tabela 17. Configuracdo 6: R1D + R2A +R3A

Tipo de placa

Prioridade do slot

Ndmero maximo de placas

Inventec (Serial)

1

GPU NVIDIA T4 16 GB (perfil inferior)

GPU NVIDIA A2 16 GB (perfil inferior)

Mellanox (NIC: 100GB)

Broadcom (NIC: 100 Gb)

Intel (NIC: 100Gb)

Mellanox (NIC: 50 Gb)

QLogic (NIC: 25GB)

Intel (NIC: 25GB)

Mellanox (NIC: 25GB)

Broadcom (NIC: 25GB)

Mellanox (NIC: 25GB)

Emulex (HBA: FC64, compacto)

Emulex (HBA: FC32)

QLogic (HBA: FC32)

Emulex (HBA: FC16)

Emulex (HBA: FC16)

QLogic (HBA: FC16)

NN
-
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Tabela 17. Configuracdo 6: R1D + R2A +R3A (continuacéo)

Tipo de placa Prioridade do slot Namero maximo de placas
QLogic (NIC: 10GB) 2,13 3
Intel (NIC: 10GB) 2,13 3
Broadcom (NIC: 10GB) 2,1, 3 3
Intel (NIC: 1GB) 2,13 3
Broadcom (NIC: 1GB) 2,1, 3 3
Mellanox (NIC: HDR100 VPI) 2,13 3
Mellanox (NIC:HDR VPI) 2,13 3
Broadcom (OCP: 100 Gb) Slot interno 1
Broadcom (OCP: 25GB) Slot interno 1
QLogic (OCP: 25GB) Slot interno 1
Mellanox (OCP: 25GB) Slot interno 1
SolarFlare (OCP: 25GB) Slot interno 1
Intel (OCP: 25GB) Slot interno 1
Intel (OCP: 10GB) Slot interno 1
Broadcom (OCP: 10GB) Slot interno 1
QLogic (OCP: 10GB) Slot interno 1
Broadcom (OCP: 10GB) Slot interno 1
Intel (OCP: 1GB) Slot interno 1
FOXCONN H840 (adaptador externo) 2,13 2
FOXCONN HBA355E (adaptador externo) (2,1, 3 2
FOXCONN HBA SAS de 12 GB (adaptador |2,1, 3 2
externo)

Inventec (BOSS-S2) Slot interno 1
Inventec (BOSS-S1) 2,1, 3 1
SAMSUNG (SSD PCIE) 2,13 3
INTEL (SSD PCIE) 2,13 3
Inventec (E/S serial) 3 1

Tabela 18. Configuracdo 8: R1A

Tipo de placa Prioridade do slot Ndmero maximo de placas
FOXCONN H755 (PERC frontal) Slot interno 1
INVENTEC H745 (PERC frontal) Slot interno 1
FOXCONN H345 (PERC frontal) Slot interno 1
FOXCONN H355 (PERC frontal) Slot interno 1
FOXCONN H355I (PERC frontal) Slot interno 1

Mellanox (NIC: 100GB)

1

Intel (NIC: 100Gb)

1

Broadcom (NIC: 100 Gb)

1
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Tabela 18. Configuracdo 8: R1A (continuacao)

Tipo de placa

Prioridade do slot

Ndmero maximo de placas

QLogic (NIC: 25GB)

1

1

Broadcom (NIC: 25GB)

1

1

Intel (NIC: 25GB)

1

1

Mellanox (NIC: 25GB)

Emulex (HBA: FC64, tamanho normal)

Emulex (HBA: FC32)

QLogic (HBA: FC32)

Emulex (HBA: FC16)

QLogic (HBA: FC16)

QLogic (NIC: 10GB)

QLogic (NIC: 10GB)

QLogic (NIC: 10GB)

Intel (NIC: 10GB)

Broadcom (NIC: 10GB)

QLogic (NIC: 10GB)

Intel (NIC: 1GB)

Broadcom (NIC: 1GB)

Mellanox (NIC: HDR100 VPI)

1

Mellanox (NIC:HDR VPI)

1

Broadcom (OCP: 100 Gb) Slot interno 1
Broadcom (OCP: 25GB) Slot interno 1
QLogic (OCP: 25GB) Slot interno 1
Mellanox (OCP: 25GB) Slot interno 1
SolarFlare (OCP: 25GB) Slot interno 1
Intel (OCP: 25GB) Slot interno 1
Intel (OCP: 10GB) Slot interno 1
Broadcom (OCP: 10GB) Slot interno 1
QLogic (OCP: 10GB) Slot interno 1
Broadcom (OCP: 1GB) Slot interno 1
Intel (OCP: 1GB) Slot interno 1
FOXCONN HBA355E (adaptador externo) |1 1
FOXCONN HBA SAS de 12 GB (adaptador |1 1
externo)

Inventec (BOSS-S2) Slot interno 1

Inventec (BOSS-S1)

SAMSUNG (SSD PCIE)

SAMSUNG (SSD PCIE)

INTEL (SSD PCIE)
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Tabela 19. Configuracdo 9: R1A + R4C +R4D

Tipo de placa Prioridade do slot Namero maximo de placas
GPU NVIDIA T4 de 16 GB (altura completa) | 2,1 2
GPU: NVIDIA A2 16 GB (altura completa) 2,1 2
FOXCONN H755 (PERC frontal) Slot interno 1
INVENTEC H745 (PERC frontal) Slot interno 1
FOXCONN H345 (PERC frontal) Slot interno 1
FOXCONN H355 (PERC frontal) Slot interno 1
FOXCONN H355I (PERC frontal) Slot interno 1
FOXCONN H345 (PERC frontal) Slot interno 1
Mellanox (NIC: 100GB) 2,1 2
Intel (NIC: 100Gb) 2,1 2
Broadcom (NIC: 100 Gb) 2,1 2
QLogic (NIC: 25GB) 2,1 2
Broadcom (NIC: 25GB) 2,1 2
Intel (NIC: 25GB) 2,1 2
Mellanox (NIC: 25GB) 2,1 2
Emulex (HBA: FC64, tamanho normal) 2,1 2
Emulex (HBA: FC32) 2,1 2
QLogic (HBA: FC32) 2,1 2
Emulex (HBA: FC16) 2,1 2
QLogic (HBA: FC16) 2,1 2
QLogic (NIC: 10GB) 2,1 2
Intel (NIC: 10GB) 2,1 2
Broadcom (NIC: 10GB) 2,1 2
QLogic (NIC: 10GB) 2,1 2
Intel (NIC: 1GB) 2,1 2
Broadcom (NIC: 1GB) 2,1 2
Mellanox (NIC: HDR100 VPI) 2,1 2
Mellanox (NIC:HDR VPI) 2,1 2
Broadcom (OCP: 100 Gb) Slot interno 1
Broadcom (OCP: 25GB) Slot interno 1
QLogic (OCP: 25GB) Slot interno 1
Mellanox (OCP: 25GB) Slot interno 1
SolarFlare (OCP: 25GB) Slot interno 1
Intel (OCP: 25GB) Slot interno 1
Intel (OCP: 10GB) Slot interno 1
Broadcom (OCP: 10GB) Slot interno 1
QLogic (OCP: 10GB) Slot interno 1

Sistema de rede e PCle

29



Tabela 19. Configuracdo 9: R1A + R4C +R4D (continuacao)

Tipo de placa Prioridade do slot Namero maximo de placas
Broadcom (OCP: 1GB) Slot interno 1
Intel (OCP: 1GB) Slot interno 1
FOXCONN H840 (adaptador externo) 2,1 2
FOXCONN HBA355E (adaptador externo) |2, 1 2
FOXCONN HBA SAS de 12 GB (adaptador | 2,1 2
externo)

Inventec (BOSS-S2) Slot interno 1
Inventec (BOSS-S1) 2,1 1
SAMSUNG (SSD PCIE) 2,1 2
SAMSUNG (SSD PCIE) 2,1 2
INTEL (SSD PCIE) 2,1 2
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Toépicos:

*  Alimentagé&o
e Térmico
e Acustica

Alimentacao

Energia, térmica e acustica

O sistema PowerEdge R6525 tem um extenso conjunto de sensores que monitoram automaticamente a atividade térmica e ajudam a
regular a temperatura, reduzindo o ruido do servidor € o consumo de energia.

Tabela 20. Ferramentas e tecnologias de energia

Recurso

Descricdo

Portfélio de PSU

O portfdlio de PSU da Dell EMC inclui recursos inteligentes, como fazer otimizagao
dindmica do uso de energia enquanto mantém disponibilidade e redundancia.

Conformidade com o setor

Os servidores da Dell EMC estdo em conformidade com todas as certificagdes e
diretrizes relevantes do setor, inclusive 80 PLUS, Climate Savers e ENERGY STAR.

Exatiddo do monitoramento de energia

As melhorias do monitoramento energético de PSU incluem:

e Exatiddo do monitoramento de energia de 1%, menor que o padr&o de 5% do setor
e Maior exatiddo na geracao de relatérios de energia

e Melhor desempenho com limitacdo de energia

Limitacdo de energia

Use o Dell EMC Systems Management Software para configurar o limite de energia
do sistema a fim de restringir a saida de uma PSU e reduzir o consumo de energia do
sistema.

Gerenciamento de sistemas

O iDRAC Enterprise fornece gerenciamento no nivel do servidor que monitora, relata e
controla o consumo de energia no nivel do processador, da meméria e do sistema. O
Dell OpenManage Power Center oferece gerenciamento de energia do grupo no nivel de
rack, linha e data center para servidores, unidades de distribui¢c&o de energia e fontes de
alimentacé&o ininterrupta.

Gerenciamento de energia ativo

O gerenciador de nds é uma tecnologia integrada que disponibiliza recursos para geragao
de relatorios de energia € limite de energia no nivel de servidor individual. A tecnologia
hot spare reduz o consumo de fontes de alimentagdo redundantes.

Refrigeracdo com ar fresco

Consulte dell.com/fresh-air-cooling

Infraestrutura de rack

A Dell EMC oferece algumas das solugdes de infraestrutura de energia de maior
eficiéncia do setor, inclusive:

e Unidades de distribuic&o de energia (PDUs)
e Fontes de alimentacéo ininterrupta (UPSs)
e Compartimentos de conteng&o para rack Energy Smart

Para obter mais informacdes, consulte: http://content.dell.com/us/en/enterprise/
power- and- cooling- technologies- components- rack- infrastructure.aspx.
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Térmico

O gerenciamento térmico da plataforma ajuda a fornecer alto desempenho com a quantidade certa de resfriamento para os componentes,
enguanto mantém as velocidades de ventilador mais baixas possiveis. Isso é feito em uma ampla faixa de temperatura ambiente de 10 °C a

35 ©C (50 °F a 95 °F) e para faixas estendidas da temperatura ambiente.

O design térmico do Dell PowerEdge R6525 reflete o seguinte:

e Projeto térmico otimizado: arquitetura integrada ao layout do sistema.

e (O posicionamento e layout dos componentes do sistema sdo projetados para fornecer cobertura maxima de fluxo de ar para
componentes essenciais com gasto minimo de energia do ventilador.

e Gerenciamento térmico abrangente obtido por meio da regulagem da rotag&o do ventilador com base em varias respostas diferentes
de todos os sensores de temperatura dos componentes do sistema, bem como no inventario de configuragdes do sistema. O
monitoramento da temperatura inclui componentes, tais como processadores, DIMMs, chipset, entrada de ar do ambiente, unidades de
disco rigido e riser LOM.

e O controle térmico do ventilador de loop aberto e fechado utiliza a configuragéo do sistema para determinar a rotagéo do ventilador
com base na temperatura ambiente do ar de entrada. O método de loop fechado de controle térmico usa temperaturas de feedback
para determinar dinamicamente as rotagées adequadas do ventilador.

e Configuragdes que podem ser definidas pelo usuério na tela de configuragédo do BIOS do iDRAC.

Redundancia de refrigeragcéo N+1 ventilador, permite operagéo continua se ocorrer falha de um ventilador do sistema.

Acustica

O PowerEdge R6525 € um servidor de montagem em rack apropriado para ambiente de datacenter assistido. No entanto, saida acUstica
mais baixa pode ser obtida com as configuragdes adequadas de hardware ou software. Por exemplo, a configuragdo minima do R6525 &
suficientemente silenciosa para ambientes normais de escritério.

Tabela 21. Desempenho actstico do PowerEdgeR6525

Configuracao Entrada Volume - 1 (HPC) Volume - Margens ricas
2 (armazenamento
traseiro)
Categoria acustica | Categoria 2 Categoria 4 Categoria 3 Categoria b
CPU Type Processadores AMD® Processadores AMD EPYC de | Processadores AMD EPYC | Processadores AMD
EPYC™ de 29 ou 3¢ 29 e 39 geracdo de 29 e 39 geracdo EPYC de 29 e 32 geracdo
geracéo
TDP da CPU 120 W (8 nlcleos) E 200 W (64 nucleos) 120 W (16 nucleos) 225 W (64 nucleos)

Quantidade de
CPU

1

2

2

2

Tipo de mem¢ria

DDR4 RDIMM de 8 GB

DDR4 RDIMM de 32 GB

DDR4 RDIMM de 16 GB

DDR4 RDIMM de 64 GB

Quantidade de 8 16 8 32
DIMM
Tipo de backplane |4 unidades de 3,5 10 unidades de 2,5 polegadas | 4 unidades de 3,5 10 unidades de 2,5
polegadas polegadas + 2 unidades de | polegadas
2,5 polegadas
Tipo de disco rigido | 3,5 polegadas SATA de 1 | SAS de 2,5 polegadas 1-K 2,4 | SAS de 3,5 polegadas SAS | SSD NVMe Intel P4500
B TB + 2,5 polegadas NVMe de4TB + SSD de 2,5 de2TB
polegadas
Quantidade de 2 6+4 442 10
discos rigidos
Tipo de PSU 800 W 1400 W 800 W 1400 W
Quantidade de 2 2 2 2
PSU
PCI1 Porta dupla 25 GbE Porta dupla 200 GbE
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Tabela 21. Desempenho actstico do PowerEdgeR6525 (continuacao)

Porta dupla 25 GbE

Porta dupla 10 GbE

Configuracéo Entrada Volume - 1 (HPC) Volume - Margens ricas
2 (armazenamento
traseiro)
PCI 2 Porta dupla 25 GbE
PERC frontal PERC H345 PERC H745P PERC H745P PERC H745P
OCP Porta dupla 10 GbE

Porta dupla 25 GbE
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Sistemas operacionais suportados

O PowerEdge R6525 oferece suporte para os seguintes sistemas operacionais:

Canonical Ubuntu Server LTS

XenServer do Citrix

Microsoft Windows Server com Hyper-V

Red Hat Enterprise Linux

SUSE Linux Enterprise Server

VMware vSAN/ESXi

Para obter mais informacgdes, acesse www.dell.com/ossupport.
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Dell EMC OpenManage Systems Management

Dell EMC OpenManage Portfolio

Simplifying hardware management through ease of use and automation

One-to-many with best of
breed Dell EMC solutions

Dell EMC Consoles

OpenManage Enterprise

OpenManage Power Center
Dell Repository Manager

OME/iDRAC GUI extensions -
OpenManage Mobile

Efficient management of servers,
chassis, and data centers

Automation Enablers
OpenManage Enterprise and iDRAC
RESTful APIs

RACADM CLI
GitHub Scripting Libraries
Dell System Update

Protect customer’s investment -

single point for stack Mgmt

Integrations and
Connections
Microsoft System Center
VMware vCenter
Red Hat Ansible
Nagios, IBM, HPE, and more

Better together within Dell EMC

Dell EMC Services

ProSupport Plus Services with
SupportAssist
OpenManage Enterprise
deployment

iDRAC with
Lifecycle Controller
iDRAC Service Module
Chassis Management
Controller

OpenManage
Enterprise - Modular

MODULAR

Figura 9. Dell EMC OpenManage Enterprise

A Dell EMC oferece solugdes de gerenciamento que ajudam os administradores de Tl a implantar, atualizar, monitorar e gerenciar ativos de
Tl com eficacia. As solugdes e ferramentas OpenManage permitem reagir rapidamente aos problemas, ajudando a gerenciar os servidores
Dell EMC com eficécia e eficiéncia; em ambiente fisico, virtual, local e remoto; operando em banda e fora de banda (sem agente). O
portfélio do OpenManage inclui ferramentas de gerenciamento incorporadas inovadoras, como o integrated Dell Remote Access Controller
(iDRAC), a controladora de gerenciamento do chassi e consoles como o OpenManage Enterprise, 0 OpenManage Power Manager plug in
e as ferramentas como o Repository Manager.

A Dell EMC desenvolveu solugdes abrangentes de gerenciamento de sistemas com base em padrdes abertos e integrou a consoles

de gerenciamento de parceiros que podem realizar gerenciamento avancado de hardware Dell. A Dell EMC conectou ou integrou os
recursos avangados de gerenciamento de hardware Dell a ofertas dos principais fornecedores de gerenciamento de sistemas do setor e
frameworks, como o Ansible, fazendo com que as plataformas da Dell EMC sejam faceis de implementar, atualizar, monitorar € gerenciar.

As principais ferramentas para gerenciar servidores Dell EMC PowerEdge sdo 0 iDRAC e o console OpenManage Enterprise um para
muitos. O OpenManage Enterprise ajuda os administradores do sistema no gerenciamento completo do ciclo de vida de varias geragdes
de servidores PowerEdge. Outras ferramentas, como o Repository Manager, que permitem o gerenciamento simples e abrangente de
alteragdes.

As ferramentas OpenManage se integram ao framework de gerenciamento de sistemas de outros fornecedores, como VMware,
Microsoft, Ansible e ServiceNow. Isso permite que vocé use as aptiddes da equipe de Tl para gerenciar com eficiéncia os servidores
Dell EMC PowerEdge.

Topicos:

e Servidores e gerenciadores de chassi
e Consoles Dell EMC

*  Ativadores de automacéo

*  Integracé&o a consoles de terceiros

¢ Conexoes para consoles de terceiros
e Utilitarios de atualizagao Dell EMC

*  Recursos Dell
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Servidores e gerenciadores de chassi

e DRAC (Integrated Dell Remote Access Controller - controlador de acesso remoto Integrado Dell)
e iDRAC Service Module (iISM)

Consoles Dell EMC

Dell EMC OpenManage Enterprise

Dell EMC Repository Manager (DRM)

Plug-in do Dell EMC OpenManage Enterprise Power Manager para OpenManage Enterprise
Dell EMC OpenManage Mobile (OMM)

Ativadores de automacao

Mddulos OpenManage Ansible

iDRAC RESTful APIs (Redfish)

APls baseadas em padréo (Python, PowerShell)
Interface de linha de comando (CLI) RADCAM
Biblioteca de scripts GitHub

Integracao a consoles de terceiros

Dell EMC OpenManage Integration com Microsoft System Center
Dell EMC OpenManage Integration para VMware vCenter (OMIVV)
Mddulos Dell EMC OpenManage Ansible

Dell EMC OpenManage Integration com ServiceNow

Conexdes para consoles de terceiros

e Micro Focus e outras ferramentas de HPE
e Conexdo OpenManage para IBM Tivoli
e Plug-in OpenManage para Nagios Core e XI

Utilitarios de atualizacao Dell EMC

Dell System Update (DSU)

Dell EMC Repository Manager (DRM)

Pacotes de atualizacdo Dell EMC (DUP)

Dell EMC Server Update Utility (SUU)

Dell EMC Platform Specific Bootable ISO (PSBI)

Recursos Dell

Para obter informag&es adicionais sobre white papers, videos, blogs, féruns, material técnico, ferramentas, exemplos de uso e outras
informagoes, acesse a pagina do OpenManage em https://www.dell.com/openmanagemanuals ou as seguintes paginas de produto:
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Tabela 22. Recursos Dell

Recurso

Local

iDRAC (Integrated Dell Remote Access Controller - controlador de
acesso remoto Integrado Dell)

https://www.dell.com/idracmanuals

iDRAC Service Module (iSM)

https://www.dell.com/support/kbdoc/000178050/

Mddulos OpenManage Ansible

https://www.dell.com/support/kbdoc/000177308/

OpenManage Essentials (OME)

https://www.dell.com/support/kbdoc/000175879/

OpenManage Mobile (OMM)

https://www.dell.com/support/kbdoc/000176046

OpenManage Integration para VMware vCenter (OMIVV)

https://www.dell.com/support/kbdoc/000176981/

OpenManage Integration para Microsoft System Center
(OMIMSSC)

https://www.dell.com/support/kbdoc/000147399

Dell EMC Repository Manager (DRM)

https://www.dell.com/support/kbdoc/000177083

Dell EMC System Update (DSU)

https://www.dell.com/support/kbdoc/000130590

Dell EMC Platform Specific Bootable ISO (PSBI)

Dell.com/support/article/sIin296511

Dell EMC Chassis Management Controller (CMC)

www.dell.com/support/article/sIn311283

Conexdes OpenManage para consoles de parceiros

https://www.dell.com/support/kbdoc/000146912

OpenManage Enterprise Power Manager

https://www.dell.com/support/kbdoc/000176254

OpenManage Integration com ServiceNow (OMISNOW)

Dell.com/support/article/sln317784

@ NOTA: Os recursos podem variar de acordo com o servidor. Consulte mais detalhes na pagina do produto https://www.dell.com/

manuals.
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Dell Technologies Services

O Dell Technologies Services inclui uma ampla variedade de opgdes de servigo que podem ser personalizadas para simplificar a avaliagdo,
0 projeto, a implementac&o, o gerenciamento e a manutengdo de ambientes de Tl e para ajudé-lo a fazer a transicdo de plataforma a
plataforma. Dependendo de seus requisitos de negdcios atuais e o nivel de servigo certo para vocé, oferecemos servigos na fabrica,

no local, remotos, modulares e especializados que atendem as suas necessidades e orcamento. Ajudamos com pouco ou com muito €
fornecemos acesso a nossos recursos globais: depende de vocé.

Para obter mais informagdes, consulte DelEMC.com/Services.
Toépicos:

e Dell EMC ProDeploy Enterprise Suite

e Servicos de consultoria remota Dell EMC

e Servigo de migragéo de dados Dell EMC

¢ Dell EMC ProSupport Enterprise Suite

e Dell EMC ProSupport Plus for Enterprise

¢ Dell EMC ProSupport for Enterprise

e Dell EMC ProSupport One for Data Center
¢ ProSupport for HPC

¢  Tecnologias de suporte

e Dell Technologies Education Services

e Servicos de consultoria remota Dell Technologies
e Servigos gerenciados Dell EMC

Dell EMC ProDeploy Enterprise Suite

O ProDeploy Enterprise Suite coloca seu servidor em funcionamento e otimiza a produgéo rapidamente. Nossos engenheiros de
implementacgé&o de elite com experiéncia ampla e profunda, utilizando os processos mais avangados, juntamente com nossa escala global
estabelecida, podem ajudéa-lo a qualquer momento e em todo 0 mundo. Das mais simples as mais complexas instalagdes de servidor e
integracdo de software, eliminamos suposigdes e assumimos o risco na implantagdo da nova tecnologia de servidor.

Basic ProDeploy
Deployment | FroBEPIY

Single point of contact for project management

Pre- Site readiness review
deployment Implementation planning
SAM engagement for ProSupport Plus entitled devices
Deployment service hours
Remote guidance for hardware installation or Remote or
Deplovment Onsite hardware installation and packaging material removal Onsite
Py Install and configure system software | - | Remote | Onsite |
Install support software and connect with Dell Technologies
Project documentation with knowledge transfer - - | e | e |
Deployment verification
Post- Configuration data transfer to Dell EMC technical support
deployment 30-days of post-deployment configuration assistance

Training credits for Dell EMC Education Services

Figura 10. Recursos do ProDeploy Enterprise Suite

@l NOTA: A instalag&o de hardware n&o se aplica a produtos de software selecionados.
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Dell EMC ProDeploy Plus

Do comego ao fim, o ProDeploy Plus oferece a habilidade e o dimensionamento necesséarios para executar com sucesso implementacdes
exigentes em ambientes complexos de Tl atuais. Os especialistas certificados da Dell EMC comegam com avaliagdes ambientais
abrangentes além de recomendagdes e planejamento detalhado da migracdo. A instalagdo de software inclui configurar a maioria das
versdes dos utilitérios de gerenciamento de sistema Dell EMC SupportAssist e OpenManage. Também estéo disponiveis servigos de
assisténcia de configuragéo pds-implementacgao, teste e orientacdo do produto.

Dell EMC ProDeploy

O ProDeploy oferece servigo completo de instalagéo e configuragdo do hardware de servidor e do software do sistema por engenheiros de
implementacé&o certificados, inclusive a configuragdo dos principais sistemas operacionais e hypervisores, bem como a maioria das versdes
do Dell EMC SupportAssist e dos utilitarios de gerenciamento de sistemas OpenManage. Como preparagéo a implementagao, realizamos
uma andlise de preparo do local e um exercicio de planejamento de implementag&o. A documentacdo completa de teste, validagéo e
projeto do sistema com transferéncia de conhecimentos conclui 0 processo.

Implementacao basica

O Basic Deployment oferece instalag&o profissional sem preocupagdes por técnicos experientes que conhecem os servidores da Dell EMC
como ninguém.

Servicos de configuracao de servidor Dell EMC

Com a integragéo de rack Dell EMC e outros servigos de configuracdo do Dell EMC PowerEdge Server, vocé economiza tempo,
recebendo seus sistemas em rack, com cabos instalados, testado e pronto para se integrar ao datacenter. A equipe da Dell EMC
pré-configura RAID, BIOS e iDRAC, instala imagens do sistema e até mesmo hardware e software de terceiros.

Para obter mais informacgdes, consulte Servigos de configuracdo do servidor.

Servicos de residéncia da Dell EMC

Os servigos de residéncia ajudam os clientes a fazer a transigdo para novos recursos rapidamente, com a assisténcia de especialistas
da Dell EMC no local ou remotamente cujas prioridades e tempo vocé controla. Especialistas residentes podem fornecer gerenciamento
pds-implementacao e transferéncia de conhecimentos relacionados a aquisicdo de uma nova tecnologia ou gerenciamento operacional
diério da infraestrutura de TI.

Servicos de consultoria remota Dell EMC

Quando vocé estiver nas fases finais de implementagéo do servidor PowerEdge, pode contar com os servigos de consultoria remota
da Dell EMC e nossos especialistas técnicos certificados para ajuda-lo a otimizar a configurag&o com as préaticas recomendadas para
software, virtualizag&o, servidor, armazenamento, sistema de rede e gerenciamento de sistemas.

Servico de migracao de dados Dell EMC

Proteja seus negdécios e dados com nosso ponto Unico de contato para gerenciar seu projeto de migragdo de dados. O gerente de projeto
trabalhara com nossa experiente equipe de especialistas para criar um plano usando as principais ferramentas e processos comprovados
do setor, com base em préaticas recomendadas globais, para migrar seus arquivos e dados existentes de maneira que 0 sistema de
negocios opere com rapidez e facilidade.
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Dell EMC ProSupport Enterprise Suite

Com o ProSupport Enterprise Suite, ajudamos a manter os sistemas de Tl funcionando sem problemas, para que vocé possa se concentrar
na operagdo da empresa. Ajudaremos a manter o desempenho maximo e a disponibilidade das cargas de trabalho mais essenciais. O
ProSupport Enterprise Suite € uma suite de servigos de suporte que permite que vocé desenvolva a solugéo certa para sua organizagao.

Escolha os modelos de suporte com base na maneira como vocé usa a tecnologia e onde deseja alocar recursos. Do desktop ao data
center, solucione os desafios de Tl diérios, como tempo de inatividade ndo planejado, necessidades essenciais, protecdo de dados e
ativos, planejamento de suporte, alocag&o de recursos, gerenciamento de aplicativos de software e muito mais. Otimize os recursos de Tl,
escolhendo o modelo de suporte correto.

Proactive, predictive and reactive support for
systems that look after your business-critical
applications and workloads

ProSupport Plus
for Enterprise

ProSupport

ProSupport for Comprehensive 24x7 predictive and reactive Enterprise
Enterprise support for hardware and software Suite

Basic hardware Reactive hardware support during normal
support business hours

Figura 11. Dell EMC ProSupport Enterprise Suite

Dell EMC ProSupport Plus for Enterprise

Ao adquirir seu servidor PowerEdge, recomendamos o ProSupport Plus, nosso servigo de suporte proativo e preventivo para os sistemas
essenciais da empresa. O ProSupport Plus oferece todos os beneficios do ProSupport, além do seguinte:

Atribuicdo de um gerente da conta de servigo que conhece seus negdcios e seu ambiente
Um engenheiro que compreende seu servidor PowerEdge para a solugdo de problemas imediata e avangada

Recomendagdes personalizadas e preventivas com base em andlise das tendéncias de suporte e praticas recomendadas de toda a
base de clientes de solugdes de infraestrutura da Dell Technologies para reduzir problemas de suporte e melhorar o desempenho

Anédlise preditiva para prevengao e otimizagdo de problemas proporcionada pelo SupportAssist

Monitoramento proativo, detecg&o de problemas, notificagdo e criagdo automatizada de casos para resolugéo de problemas acelerada
proporcionada pelo SupportAssist

e Geragao de relatérios sob demanda e recomendagdes baseadas em Idgica analitica proporcionadas pelo SupportAssist e TechDirect

Dell EMC ProSupport for Enterprise

O ProSupport Service oferece especialistas altamente treinados a qualguer momento e em todo o mundo para atender a suas
necessidades de Tl. Ajudamos a minimizar as interrupgdes e a maximizar a disponibilidade de cargas de trabalho do servidor do PowerEdge
com:

Suporte permanentemente disponivel por telefone, bate-papo e on-line
Ferramentas preditivas, automatizadas e tecnologia inovadora

Ponto central de responsabilidade para todos os problemas de hardware e software
Suporte colaborativo de terceiros
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e Suporte para hypervisor, sistema operacional e aplicativos
e Experiéncia consistente em qualquer lugar do mundo ou em qualquer idioma

e Opgdes de resposta no local para pegas e méao de obra, inclusive no dia Util seguinte ou em quatro horas para funcionalidade essencial

@l NOTA: Sujeito a disponibilidade da oferta de servigo no pais.

Enterprise Support Services

Feature Comparison ProSupport
ProSupport Plus

Remoetecmicalsupport  DEMCoMN

Hardware Hardware
Covered products Hardware Software Software

Next business'dayory| Next business day or
Next business day S "
4hr mission critical 4 hr mission critical
3rd party collaborative assistance
Self-service case initiation and management _—
Priority access to specialized support experts _—
Assigned Services Account Manager |

Figura 12. Modelo Dell EMC Enterprise Support

Dell EMC ProSupport One for Data Center

O ProSupport One for Data Center oferece suporte flexivel em todo o local para data centers grandes e distribuidos com mais de 1.000

ativos. Essa oferta baseia-se em componentes padrdo do ProSupport que aproveitam nossa escala global, mas que s&o personalizadas as
necessidades de sua empresa. Embora n&o seja para todos, esta opg¢éo de servigo oferece uma solug&o verdadeiramente exclusiva para os

maiores clientes da Dell Technologies com ambientes mais complexos.

Atribuic&o de equipe de gerentes de contas de servigos com opgdes remota e no local

Atribuicdo de técnicos e engenheiros de campo do ProSupport One com treinamento em seu ambiente e configuragdes

Geragao de relatérios sob demanda e recomendagdes baseadas em lbgica analitica proporcionadas pelo SupportAssist e TechDirect
Opgoes flexiveis de suporte no local e pegas que se encaixam em seu modelo operacional

Um plano de suporte e treinamento adaptados a equipe de operagdes

ProSupport for HPC

O ProSupport for HPC oferece suporte com solugao, incluindo:

e Acesso a especialistas séniores em HPC

Assisténcia avangada em cluster de HPC: desempenho, interoperabilidade e configuragéo

Suporte completo com solugdes de HPC avangadas

Envolvimento de pré-suporte remoto com especialistas em HPC durante a implementagdo do ProDeploy

Saiba mais em DellEMC.com/HPC-Services.
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ProSupport Add-on for HPC

Deliveringa true end-to-end support experience across yourHPC environment

Solution support
Asset-level support ProSupport Add-on
for HPC

+ Accessto senior HPC experts

+ AdvancedHPC cluster
assistance: performance,
interoperability,
configuration issues

« Enhanced HPC solution level
end-to-end support

ProSupport

Comprehensive (or )
hardware and software™ 3§
supportwith 24x7

1

|

I + Remote pre-support
access via phone, |

|

|

engagementwith HPC
Specialists during ProDeploy
implementation

chat and email

DEALLEMC

Figura 13. ProSupport for HPC

Tecnologias de suporte

Capacitar sua experiéncia de suporte com tecnologias preditivas e orientadas por dados.

Dell EMC SupportAssist

O melhor momento para solucionar um problema é antes que ele acontega. A tecnologia SupportAssist automatizada proativa e preditiva,
ajuda a reduzir as etapas e o tempo de resolugéo, muitas vezes detectando problemas antes que gerem uma crise. Os beneficios incluem:

Valor: o SupportAssist esta disponivel para todos os clientes sem custo adicional
Melhoria da produtividade: substitua rotinas manuais e de alto esfor¢o por suporte automatizado

Acelerar o tempo de resolugdo: recebimento de alertas de problemas, criagdo automatica de caso e contato proativo de especialistas
da Dell EMC

e (Obter percepcdo e controle: otimize os dispositivos corporativos com geragéo de relatorios ProSupport Plus sob demanda no
TechDirect e tenha detecgéo preditiva de problemas antes que se manifestem

@ NOTA: O SupportAssist esté incluido em todos os planos de suporte, mas os recursos variam em fungéo do acordo de nivel de
servigo.

Basic
Hardware
Warranty

ProSupport

Automated issue detection and system state information collection
Proactive, automated case creation and notification
Predictive issue detection for failure prevention

Recommendation reporting available on-demand in TechDirect

Figura 14. Modelo do SupportAssist

Comece em Dell.com/SupportAssist
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Dell EMC TechDirect

Impulsione a produtividade da equipe de Tl por meio do suporte aos sistemas Dell EMC. Com mais de 1,4 milhdes de autoenvios
processados a cada ano, o TechDirect comprovou sua eficiéncia como ferramenta de suporte. Vocé pode:

e Autoenviar pegas de reposigéo
e Solicitar suporte técnico
e Integrar APIs a seu suporte

Ou acessar todos os requisitos de certificacdo e autorizacdo da Dell EMC. Treinar sua equipe em produtos Dell EMC, j& que o TechDirect
permite:

e Fazer download de guias de estudo
e Agendar exames de certificagdo e autorizagdo
e \/isualizar transcrigdes de cursos e exames concluidos

Inscreva-se em techdirect.dell.

Dell Technologies Education Services

Crie os conhecimentos de Tl necessarios para influenciar os resultados da transformagao dos negécios. Potencialize talentos e capacite as
equipes com as habilidades certas para liderar e executar a estratégia de transformacdo que impulsiona a vantagem competitiva. Aproveite
o treinamento e a certificagdo necessarios para a transformacéo real.

O Dell Technologies Education Services oferece treinamento e certificagdes do servidor PowerEdge idealizados para ajuda-lo a obter
mais de seu investimento em hardware. O curriculo apresenta as informagdes e as habilidades préaticas que vocé e sua equipe precisam
para instalar, configurar, gerenciar e solucionar problemas dos servidores Dell EMC. Para saber mais ou inscrever-se em uma classe hoje,
consulte LearnDell.com/Server.

Servicos de consultoria remota Dell Technologies

Nossos consultores especialistas ajudam a transformar os resultados para os negécios com mais rapidez e velocidade para as cargas de
trabalho de alto valor com os quais os sistemas Dell EMC PowerEdge podem lidar.

Da estratégia a implementacdo completa, a consultoria da Dell Technologies pode ajuda-lo a determinar como executar a transformacéo de
Tl, da forga de trabalho ou aplicativo.

Usamos abordagens prescritivas e metodologias comprovadas combinadas com portfolio e rede de parceiros Dell Technologies para
ajuda-lo a alcancar resultados em negdcios reais. Desde nuvem mdltipla, aplicativos, DevOps e transformacgdes de infraestrutura, até
resiliéncia de negdcios, modernizacdo de data center, ldgica analitica, colaboracdo da forga de trabalho e experiéncias de usuario —
estamos aqui para ajudar.

Servicos gerenciados Dell EMC

Reduza o custo, a complexidade e o risco do gerenciamento de Tl. Concentre seus recursos na inovagao e transformacao digitais
enguanto Nossos especialistas ajudam a otimizar suas operacdes de Tl e 0 investimento com servicos gerenciados apoiados pelos niveis de
servigco garantidos.
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Apéndice A Especificacoes adicionais

Toépicos:

. Dimensdes do chassi

*  Peso do chassi

*  Especificagbes de video

e Especificactes das portas USB
»  Especificagdes ambientais

Dimensoes do chassi
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Figura 15. Dimensdes do chassi
Tabela 23. Dimensdes do chassi do PowerEdge R6525
Unidades | Xa Xb Y Za Zb Zc
Oito 482,0 mm 434,0 mm 42,8 mm Com painel: 35,84 mm (1,4 700,53 mm 736,27 mm
unidades pol.) (27,58 (28,98 pol.)
polegadas)
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Tabela 23. Dimensdes do chassi do PowerEdge R6525 (continuacéo)

Unidades | Xa Xb Y Za Zb Zc
(18,97 (17,08 (1,68 Sem painel: 22,0 mm (0,87 (orelha a parede | (orelha a alga
polegadas) polegadas) polegadas) pol.) traseira) de PSU)
Quatroou | 482,0 mm 434,0 mm 42,8 mm Com painel: 35,84 mm (1,4 751,48 mm 787,05 mm
Sﬁ;a s |87 (17,08 (1,68 pol.) (29,58 pol.) (30,98 pol.)
polegadas) polegadas) polegadas) Sem painel: 22,0 mm (0,87 (Orelha & (orelha & ala
pol.) etiqueta de E/S) | de PSU)

@l NOTA: Zb* é a superficie externa da parede traseira nominal, onde os conectores de E/S da placa de sistema estéo localizados.

Peso do chassi

Tabela 24. Dimensdes do chassi do PowerEdge R6525

Configuracéo do sistema

Peso maximo (com todos as unidades/SSDs)

4 unidades de 3,5 polegadas

21,8 kg (48,06 Ib)

8 unidades de 2,5 polegadas

19,2 kg (42,33 Ib)

10 unidades de 2,5 polegadas

21,8 kg (48,06 Ib)

Especificacoes de video

O sistema PowerEdge R6525 é compativel com controladora gréafica integrada Matrox G200 com 16 MB de buffer de quadros de video.

Tabela 25. Opc¢des de resolucao de video dianteiro suportadas

Resolucdo Taxa de atualizacdo (Hz) Intensidade da cor (bits)
1024 x 768 60 8,16, 32
1280 x 800 60 8,16, 32
1280 x 1024 60 8,16, 32
1360 x 768 60 8,16, 32
1440 x 900 60 8,16, 32

Tabela 26. Opc¢des de resolucéo de video traseiro suportadas

Resolucao Taxa de atualizacdo (Hz) Intensidade da cor (bits)
1024 x 768 60 8,16, 32
1280 x 800 60 8,16, 32
1280 x 1024 60 8,16, 32
1360 x 768 60 8,16, 32
1440 x 900 60 8,16, 32
1600 x 900 60 8,16, 32
1600 x 1200 60 8,16, 32
1680 x 1050 60 8,16, 32
1920 x 1080 60 8,16, 32

Apéndice A Especificacoes adicionais

45



Tabela 26. Opc¢des de resolucdo de video traseiro suportadas (continuacéo)

Resolucao Taxa de atualizacdo (Hz) Intensidade da cor (bits)

1920 x 1200 60 8,16, 32
Especificacées das portas USB
Tabela 27. Especificacées de USB do sistema PowerEdge R6525

Frente Traseira Interna
Tipo'jlggorta Nao. de portas TipoS;Bporta Nao. de portas Tipo'jlggorta Nao. de portas
Porta compativel Uma Portas compativeis | Uma Porta interna Uma
com USB 2.0 com USB 3.0 compativel com
- — USB 3.0
Porta compativel Uma Portas compativeis | Uma

com micro-USB

com USB 2.0

2.0

®| NOTA: A porta compativel com micro USB 2.0 sé pode ser usada como uma porta iDRAC Direct ou porta de gerenciamento.

Especificacdoes ambientais

As segdes a seguir contém informagdes sobre as especificagdes ambientais do PowerEdge R6525.

®

NOTA: Para obter informagoes adicionais sobre certificagdes ambientais, consulte a Data sheet ambiental do produto localizada em
Manuais e Documentos em https://www.dell.com/support/

Tabela 28. Categoria de intervalo climatico operacional A2

Temperatura

Especificacoes

Operagdes continuas permitidas

Faixas de temperatura para altitudes <= 900 metros
(<= 2.953 pés)

10-35°C (50-95°F) sem a incidéncia de luz solar direta sobre o equipamento

Intervalos de umidade em porcentagem (sem
condensag&o em todo 0 tempo)

8% de RH com ponto de orvalho minimo de -12 °C a 80% RH com ponto de
orvalho méaximo de 21 °C (69,8 © F)

Desvalorizag&o operacional da altitude

A temperatura maxima é reduzida em 1 ©C/300 m (1,8 °F/984 pés) acima de
900 m (2.953 pés).

Tabela 29. Categoria de intervalo climatico operacional A3

Temperatura

Especificacdes

Operacdes continuas permitidas

Faixas de temperatura para altitudes <= 900 metros
(<= 2.953 pés)

5-40°C (41-104°F) sem a incidéncia de luz solar direta sobre o equipamento

Intervalos de umidade em porcentagem (sem
condensag&o em todo o tempo)

8% de RH com ponto de orvalho minimo de -12 ©C a 85% RH com ponto de
orvalho maximo de 24°C (75,2 © F)

Desvalorizac&o operacional da altitude

A temperatura méaxima é reduzida em 1 ©C/175 m (1,8 °F/574 pés) acima de 900
m (2.953 pés).

Tabela 30. Categoria de intervalo climatico operacional A4

Temperatura

Especificacoes

Operagdes continuas permitidas
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Tabela 30. Categoria de intervalo climatico operacional A4 (continuacao)

Temperatura

Especificacdes

Faixas de temperatura para altitudes <= 900 metros
(<=2.953 pés)

5-45°C (41-113°F) sem a incidéncia de luz solar direta sobre o equipamento

Intervalos de umidade em porcentagem (sem
condensagdo em todo o tempo)

8% de RH com ponto de orvalho minimo de -12 ©C a 90% RH com ponto de
orvalho méximo de 24°C (75,2 ° F)

Desvalorizagdo operacional da altitude

A temperatura méaxima é reduzida em 1 ©C/125 m (1,8 °F/410 pés) acima de 900
m (2.953 pés).

Tabela 31. Requisitos compartilhados entre todas as categorias

Temperatura

Especificacoes

Operagdes continuas permitidas

Gradiente maximo de temperatura (aplica-se tanto a
operacdo quanto a ndo operagao)

20 ©°C em uma hora* (36 °F em uma hora) e 5 °©C em 15 minutos (9°F em 15

minutos), 5 ©C em uma hora* (9°F em uma hora) para fita

@ NOTA: * - De acordo com as diretrizes térmicas da ASHRAE para hardware
de fita, essas ndo sdo taxas instantaneas de mudanga de temperatura.

Limites de temperatura ndo operacional

-40 a 65 °C (-104 a 149 °F)

Limites de umidade ndo operacional

5% a 95% de RH com ponto de orvalho maximo de 27°C (80,6°F).

Altitude ndo operacional maxima

12.000 metros (39.370 pés)

Altitude maxima de operacdo

3.048 metros (10.000 pés)

Tabela 32. Vibracdo maxima especificacdes

Vibracdo maxima

Especificacoes

De operacéo

0,26 grms, de 5 Hz a 350 Hz (todas as orientagdes de operacéo)

De armazenamento

1,88 grms, de 10 Hz a 500 Hz por 15 minutos (todos os seis lados testados)

Tabela 33. Especificac6es maximas de pulsos de choque

Pulsos de choque maximos

Especificacdes

De operagao

Seis pulsos de choque aplicados consecutivamente Nos eixos X, y € z positivos e
negativos de 6 G por até 11 ms.

De armazenamento

Seis pulsos de choque aplicados consecutivamente Nos eixos X, y € z positivos e
negativos (um pulso de cada lado do sistema) de 71 G por até 2 ms.

Apéndice A Especificacdes adicionais 47



Matriz de restricao térmica

Tabela 34. Matriz de restricdo térmica

Configuracédo

4 unidades de 3,5 polegadas

8 unidades de 2,5

10 unidades de 2,5

10 unidades de 2,5

polegadas polegadas SAS polegadas NVMe
Configuracao 3LP/2 2 2 3LP/2 |2 3LP/2 |2 2 3LP/2FH |2
traseira FH unidade | unidades | FH unidades | FH unidade | unidade unidad
s traseiras traseiras s s es
traseira | de 2,5 de traseira | traseira traseir
s de 2,5 | polegada 2,5 poleg sde2,5|sde2,5 as de
polegad | s NVMe adas polegad | polegad 2,5
as SAS NVMe as SAS |as polega
(process NVMe das
ador NVMe
Gnico)
TDP cTDP
da max. da
CPU CPU
120W 150 W Ventilador | Ventilad | Ventilador | Ventilad | Ventilador | Ventilador | Ventilad | Ventilad | Ventilador Ventila
STD or HPR | HPR or STD [HPR VHP or VHP |or VHP [|VHP dor
VHP
HSK STD | HSK HSK STD | HSK HSKSTD |HSKSTD | HSK HSK HSK STD
STD STD STD STD HSK
STD
1B5W 1180 W Ventilador | Ventilad | Ventilador | Ventilad | Ventilador | Ventilador | Ventilad | Ventilad | Ventilador Ventila
STD or HPR | HPR or STD [HPR VHP or VHP |or VHP [|VHP dor
VHP
HSK STD | HSK HSK STD | HSK HSK STD |HSK STD | HSK HSK HSK STD
STD STD STD STD HSK
STD
18O0W |200W Ventilador | Ventilad | Ventilador | Ventilad | Ventilador | Ventilador | Ventilad | Ventilad | Ventilador Ventila
HPR or HPR | HPR or HPR [ HPR VHP or VHP |or VHP [|VHP dor
VHP
HSK Tipo | HSK HSK Tipo | HSK HSK Tipo | HSK Tipo | HSK HSK HSK Tipo L
L Tipo L L Tipo L L L Tipo L Tipo L HSK
Tipo L
200 W | 200 W Ventilador | Ventilad | Ventilador | Ventilad | Ventilador | Ventilador | Ventilad | Ventilad | Ventilador Ventila
HPR or HPR | HPR or HPR [ HPR VHP or VHP |or VHP |VHP dor
VHP
HSK Tipo | HSK HSK Tipo | HSK HSK Tipo | HSK Tipo | HSK HSK HSK Tipo L
L Tipo L L Tipo L L L Tipo L Tipo L HSK
Tipo L
225 W 1240 W Ventilador | Ventilad | Ventilador | Ventilad | Ventilador | Ventilador | Ventilad | Ventilad | Ventilador Ventila
HPR or HPR | HPR or HPR [ HPR VHP or VHP |or VHP [|VHP dor
VHP
HSK Tipo | HSK HSK Tipo | HSK HSK Tipo | HSK Tipo | HSK HSK HSK Tipo L
L Tipo L L Tipo L L L Tipo L Tipo L HSK
Tipo L
Ventilador | Ventilad | Ventilador | Ventilad | Ventilador | Ventilador | Ventilad | Ventilad | Ventilador Ventila
HPR* or HPR* | HPR* or HPR | HPR* VHP* or VHP* | or VHP* | VHP dor
280 W — 64 °C VHP*
(7H12 ¢ 7763) HSK Tipo | HSK HSK Tipo | HSK HSK Tipo | HSK Tipo | HSK HSK HSK Tipo L
L Tipo L L Tipo L L L Tipo L Tipo L HSK
Tipo L
- - - Ventilad | - Ventilador | - - Ventilador -
280 W — 32 °C or VHP* VHP* VHP*
(75F3) HSK HSK Tipo HSK Tipo L
Tipo L L
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Tabela 34. Matriz de restricdo térmica (continuacao)

Configuracao 4 unidades de 3,5 polegadas 8 unidades de 2,5 |10 unidades de 2,5 10 unidades de 2,5
polegadas polegadas SAS polegadas NVMe
Configuracao 3LP/2 2 2 3LP/2 |2 3LP/2 |2 2 3LP/2FH |2
traseira unidade | unidades | FH unidades | FH unidade | unidade unidad
s traseiras traseiras s s es
traseira | de 2,5 de traseira | traseira traseir
s de 2,5 | polegada 2,5 poleg sde2,5|sde2,5 as de
polegad | s NVMe adas polegad | polegad 2,5
as SAS NVMe as SAS |as polega
(process NVMe das
ador NVMe
anico)
TDP cTDP
da max. da
CPU CPU
- - - - - Ventilador | Ventilad | Ventilad | - -
280 W: 64/32/24 « %
ntcleos de 280 W VHP or VHP* | or VHP
(7773X,7573X e HSK Tipo | HSK HSK
7473X) L Tipo L Tipo L
) - - - - - Ventilador | - - - -
280 W: 16 nlcleos VHP* *
de 280 W
(7373X) ESK Tipo
GPU T4 ou A2 Ventilador | Ventilad | Ventilador | Ventilad | - Ventilador | Ventilad | Ventilad | Ventilador Ventila
HPR* or HPR* | HPR* or HPR* VHP* or VHP* | or VHP* | VHP* dor
VHP*
®| NOTA: *A temperatura ambiente suportada é de 30 °C.
®| NOTA: * A temperatura ambiente suportada & de 25 ©C.
Tabela 35. Matriz de restricdo térmica de resfriamento a liquido
Configuracédo 4 unidades de 3,5 polegadas 8 10 unidades de 2,5 polegadas 10 unidades de 2,5
unidades | SAS polegadas NVMe
de 2,5
polegada
s
Armazenamento 3LP/2 2 2 3LP/2 3LP/2 2 2 3LP/2 2
traseiro FH unidades | unidades | FH FH unidades |unidades | FH unidades
traseiras | traseiras traseiras | traseiras traseiras
de 2,5 de 2,5 de 2,5 de 2,5 de 2,5
polegada | polegada polegada | polegada polegada
s SAS s NVMe s SAS s NVMe s NVMe
TDP da cTDP
CPU max. da
CPU
120 W 10 W Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador
HPR HPR HPR HPR HPR HPR HPR HPR HPR
155 W 180 W Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador
HPR HPR HPR HPR HPR HPR HPR HPR HPR
180 W 200 W Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador
HPR HPR HPR HPR HPR HPR HPR HPR HPR
200 W 200 W Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador
HPR HPR HPR HPR HPR HPR HPR HPR HPR
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Tabela 35. Matriz de restricdo térmica de resfriamento a liquido (continuacéo)

Configuracao 4 unidades de 3,5 polegadas 8 10 unidades de 2,5 polegadas 10 unidades de 2,5
unidades | SAS polegadas NVMe
de 2,5
polegada
s
Armazenamento 3LP/2 2 2 3LP/2 3LP/2 2 2 3LP/2 2
traseiro FH unidades | unidades | FH FH unidades |unidades | FH unidades
traseiras | traseiras traseiras | traseiras traseiras
de 2,5 de 2,5 de 2,5 de 2,5 de 2,5
polegada | polegada polegada | polegada polegada
s SAS s NVMe s SAS s NVMe s NVMe
TDP da cTDP
CPU max. da
CPU
225 W 240 W Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador
HPR HPR HPR HPR HPR HPR HPR HPR HPR
280 W 280 W Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador
HPR HPR HPR HPR HPR HPR HPR HPR HPR
T4 GPU Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador | Ventilador
HPR HPR HPR HPR HPR HPR HPR HPR HPR

®
®

Tabela 36. Matriz de processador e dissipador de calor

NOTA: S&0 necessarios trés modulos de ventilador duplo para processador Unico e quatro médulos de ventilador duplo para sistema
com processador duplo.

NOTA: Para a GPU T4 e a CPU de 280 W, a temperatura ambiente maxima suportada é de 30 ©C. Para outras configuragées, a
temperatura ambiente maxima suportada é de 35 ©C.

Dissipador de calor

TDP do processador

HSK STD <180 W
HSK Tipo L Processador 1> =180 W
HSK Tipo L Processador 2 > =180 W

Tabela 37. Matriz de suporte do processador

Processador | TDP (W) |cTDP max. |Nucleos Tipo do Tipo de Tipo de Suporte A3 | Suporte A4
(W) dissipador | ventilador |ventilador
de calor (x4/x8) (x10)
(HSK)
7773X 280 280 64 HSK TipoL | NA Ventilador N&o Nao
HPR (Gold)
7573X 280 280 32 HSK TipoL | NA Ventilador N&o Né&o
HPR (Gold)
7H12 280 280 64 HSK Tipo L | Ventilador Ventilador Nao Nao
HPR (Silver) |HPR (Gold)
7F72 240 240 24 HSK Tipo L | Ventilador Ventilador Nao Nao
HPR (Silver) | HPR (Gold)
7F52 225 240 16 HSK Tipo L | Ventilador Ventilador Nao Nao
HPR (Silver) | HPR (Gold)
7662 225 240 64 HSK Tipo L | Ventilador Ventilador Nao Nao
HPR (Silver) | HPR (Gold)
7643 240 240 56 HSK Tipo L | Ventilador Ventilador N&o Nao
HPR (Silver) | HPR (Gold)

50 Apéndice A Especificacdes adicionais




Tabela 37. Matriz de suporte do processador (continuacéo)

Processador | TDP (W) |cTDP max. |Nuacleos Tipo do Tipo de Tipo de Suporte A3 | Suporte A4
W) dissipador | ventilador | ventilador
de calor (x4/x8) (x10)
(HSK)
7742 225 240 64 HSK Tipo L | Ventilador Ventilador Nao Nao
HPR (Silver) | HPR (Gold)
7713P 225 240 64 HSK Tipo L | Ventilador Ventilador Nao Nao
HPR (Silver) | HPR (Gold)
7642 225 240 48 HSK Tipo L | Ventilador Ventilador Nao Nao
HPR (Silver) | HPR (Gold)
7552 200 200 48 HSK Tipo L | Ventilador Ventilador Nao Nao
HPR (Silver) | HPR (Gold)
7702 200 200 64 HSK Tipo L | Ventilador Ventilador Nao Nao
HPR (Silver) | HPR (Gold)
7663 240 240 56 HSK Tipo L | Ventilador Ventilador N&o Nao
HPR (Silver) | HPR (Gold)
7543P 225 240 32 HSK Tipo L | Ventilador Ventilador Nao Nao
HPR (Silver) | HPR (Gold)
7542 225 240 32 HSK Tipo L | Ventilador Ventilador Nao Nao
HPR (Silver) | HPR (Gold)
7532 200 200 32 HSK Tipo L | Ventilador Ventilador Nao Nao
HPR (Silver) | HPR (Gold)
7F32 180 180 8 HSK Tipo L | Ventilador Ventilador Nao Nao
HPR (Silver) | HPR (Gold)
7513 200 200 32 HSK Tipo L | Ventilador Ventilador Nao Nao
HPR (Silver) | HPR (Gold)
7502 180 200 32 HSK Tipo L | Ventilador Ventilador N&o Nao
HPR (Silver) | HPR (Gold)
74F3 240 240 24/48 HSK Tipo L | Ventilador Ventilador N&o Nao
HPR (Silver) | HPR (Gold)
7402 180 200 24 HSK Tipo L | Ventilador Ventilador Nao Nao
HPR (Silver) | HPR (Gold)
7452 155 180 32 HSK STD Ventilador Ventilador Sim Nao
STD HPR (Gold)
7443P 200 200 24 HSK Tipo L | Ventilador Ventilador Nao Nao
HPR (Silver) | HPR (Gold)
7443 200 200 24 HSK Tipo L | Ventilador Ventilador Nao Nao
HPR (Silver) | HPR (Gold)
7352 155 180 24 HSK STD Ventilador Ventilador Sim Nao
STD HPR (Gold)
7343 200 200 32 HSK Tipo L | Ventilador Ventilador Nao Nao
HPR (Silver) | HPR (Gold)
7313P 155 180 16 HSK STD Ventilador Ventilador Sim Nao
STD HPR (Gold)
7302 155 180 16 HSK STD Ventilador Ventilador Sim Nao
STD HPR (Gold)
72F3 180 200 8 HSK Tipo L | Ventilador Ventilador Nao Nao
HPR (Silver) | HPR (Gold)
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Tabela 37. Matriz de suporte do processador (continuacéo)

Processador | TDP (W) |cTDP max. |Nuacleos Tipo do Tipo de Tipo de Suporte A3 | Suporte A4
W) dissipador | ventilador | ventilador
de calor (x4/x8) (x10)
(HSK)
7282 120 150 16 HSK STD Ventilador Ventilador Sim Sim
STD HPR (Gold)
7272 120 150 12 HSK STD Ventilador Ventilador Sim Sim
STD HPR (Gold)
7252 120 150 8 HSK STD Ventilador Ventilador Sim Sim
STD HPR (Gold)
7262 155 180 8 HSK STD Ventilador Ventilador Sim Nao
STD HPR (Gold)
®| NOTA: As placas de protegédo DIMM s&o necessérias em slots vazios se a CPU de 280 W estiver instalada.
®| NOTA: Os processadores 7573X e 7773X suportam apenas 10 unidades SAS/SATA.
Tabela 38. Restricdo de suporte da GPU T4
10 de 2,5 polegadas 8 de 2,5 polegadas 4 de 3,5 polegadas
Configur |3 x LP 2xFH 3xLP 2xFH 3xLP 2xFH
acao
traseira
Slot 1 Suportado Suportado Suportado Suportado Suportado Suportado
Slot 2 Suportado Suportado Suportado Suportado Suportado Suportado
Slot 3 Suportado NA Né&o suportado NA N&o suportado | NA

®| NOTA: O LRDIMM de 128 GB a 3.200 MT/s ou superior ndo € compativel com a configuragdo T4/A2 de 280 W.

Tabela 39. Referéncia de rétulo

Rétulo Descricao
STD Norma
HPR Alto desempenho (nivel Silver)
VHP Desempenho muito alto (nivel Gold)
HSK Dissipador de calor
LP Perfil baixo
FH Altura normal
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Apéndice B Conformidade a normas

O sistema estad em conformidade com as normas do setor a seguir.

Tabela 40. Documentos padrao do setor

Norma

URL para informacdes e especificacdes

ACPIEspecificagdo de configuragdo avangada e interface de
alimentacéo, v2.0c

https://uefi.org/specsandtesttools

Ethernet IEEE 802.3-2005

https://standards.ieee.org/

HDGGuia de projeto de hardware versdo 3.0 para Microsoft
Windows Server

microsoft.com/whdc/system/platform/pcdesign/desguide/
serverdg.mspx

IPMI Interface de gerenciamento de plataforma inteligente, v2.0

intel.com/design/servers/ipmi

Meméria DDRA Especificagdes da SDRAM DDR4

jedec.org/standards-documents/docs/jesd/9-4.pdf

PCI Express Rev. da especificagéo basica do PCl Express 2.0 e
3.0

pcisig.com/specifications/pciexpress

PMBus Especifica¢do do protocolo de gerenciamento de sistema
de energia, v1.2

http://pmbus.org/Assets/PDFS/Public/
PMBus_Specification_Part_|_Rev_1-1_20070205.pdf

SAS SCSI conectado em série, v1.1

http://www.t10.org/

SATA Rev. Serial ATA. Extensdes 2,6; SATA Il, SATA 1,0a, Rev. 1,2

sata-io.org

SMBIOS Especificagéo de referéncia do BIOS de gerenciamento
do sistema, v2.7

dmtf.org/standards/smbios

TPM Especificagéo do Trusted Platform Module, v1.2 e v2.0

trustedcomputinggroup.org

UEFI Especificagdo da Unified Extensible Firmware Interface, v2.1

uefi.org/specifications

USB Especificagdo de barramento serial universal, Rev. 2,0

usb.org/developers/docs
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Tabela 41. Recursos adicionais

Recurso

Descricdo do contelido

Local

Manual de instalag&o e servigo

Este manual, disponivel em formato PDF, fornece as seguintes
informacoes:

Recursos do chassi

Programa de configuragéo do sistema
Caddigos indicadores do sistema

BIOS do sistema

Procedimentos de remocé&o e substituicdo
Diagnéstico

Jumpers e conectores

Dell.com/Support/Manuals

Guia de introdugao

Este guia é fornecido com o sistema e também esta disponivel em
formato PDF. Este guia fornece os seguintes informacdes:

e FEtapas de configuragéo inicial

Dell.com/Support/Manuals

Guia de instalagdo em rack

Este documento acompanha os kits de rack e fornece instrugdes
para a instalagdo de um servidor em um rack.

Dell.com/Support/Manuals

Etiqueta de informagdes do
sistema

A etiqueta de informagdes do sistema documenta o layout da
placa de sistema e as configuragdes de jumper do sistema. O
texto é minimo devido a limitagdes de espago e consideracdes de
tradug&o. O tamanho da etiqueta é padronizado nas plataformas.

Dentro da tampa do chassi do
sistema

QRL - Quick Resource Locator
(Localizador rapido de recursos)

Esse codigo no chassi pode ser digitalizado por um aplicativo de
telefone para acessar informagdes e recursos adicionais para o
servidor, incluindo videos, materiais de referéncia, informacdes da
etiqueta de servigo e informagdes de contato de Dell EMC.

Dentro da tampa do chassi do
sistema

Energy Smart Solution Advisor
(ESSA)

O Dell EMC ESSA on-line permite obter estimativas mais
faceis e significativas para ajuda-lo a determinar a configuragéo
mais eficiente possivel. Use o ESSA para calcular o consumo
de energia do hardware, da infraestrutura de energia e do
armazenamento.

Dell.com/calc
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